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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein opto-
elektronisches Bauelement gemäß Patentanspruch 1
sowie ein elektronisches Gerät mit einem optoelek-
tronischen Bauelement gemäß Patentanspruch 15.

[0002] Optoelektronische Bauelemente, beispiels-
weise Leuchtdiodenbauelemente, sind in verschiede-
nen Ausführungen bekannt. Für zahlreiche Anwen-
dungen ist es erforderlich, optoelektronische Bau-
elemente mit möglichst platzsparenden Gehäusen
auszubilden. Solche optoelektronischen Bauelemen-
te werden häufig als SMT-Bauelemente ausgebil-
det, die dazu vorgesehen sind, nach einem Ver-
fahren zur Oberflächenmontage auf einer Leiterplat-
te eines elektronischen Geräts angeordnet zu wer-
den. Die Gehäuse solcher optoelektronischer Bau-
elemente müssen eine gewisse Mindestgröße auf-
weisen, damit das optoelektronische Bauelement ge-
wünschte optische Eigenschaften aufweisen kann.
Diese Mindestgröße eines optoelektronischen Bau-
elements bedingt eine Mindesthöhe eines zur Mon-
tage des optoelektronischen Bauelements über einer
Leiterplatte erforderlichen Bauraums. Dadurch wer-
den einer möglichen Miniaturisierung eines elektroni-
schen Geräts, das die Leiterplatte aufweist, Grenzen
gesetzt.

[0003] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein optoelektronisches Bauelement be-
reitzustellen. Diese Aufgabe wird durch ein optoelek-
tronisches Bauelement mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Eine weitere Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung besteht darin, ein elektronisches Gerät
mit einem optoelektronischen Bauelement bereitzu-
stellen. Diese Aufgabe wird durch ein elektronisches
Gerät mit den Merkmalen des Anspruchs 15 gelöst. In
den abhängigen Ansprüchen sind verschiedene Wei-
terbildungen angegeben.

[0004] Ein optoelektronisches Bauelement weist ein
Gehäuse mit einer Außenfläche auf. Das Gehäuse
weist außerdem eine erste Lötkontaktfläche und ei-
ne zweite Lötkontaktfläche auf. Die erste Lötkontakt-
fläche und die zweite Lötkontaktfläche weisen in die-
selbe Raumrichtung wie die Außenfläche. Dabei sind
die erste Lötkontaktfläche und die zweite Lötkontakt-
fläche gegen die Außenfläche zurückversetzt. Vor-
teilhafterweise kann dieses optoelektronische Bau-
element in einer Aussparung einer Leiterplatte eines
elektronischen Geräts angeordnet werden, wodurch
der für das optoelektronische Bauelement benötig-
te Bauraum oberhalb der Leiterplatte und unterhalb
der Leiterplatte reduziert wird. Dabei können die ers-
te Lötkontaktfläche und die zweite Lötkontaktfläche
an einer Oberseite der Leiterplatte angeordnete Löt-
flächen elektrisch kontaktieren. Die Montage des op-
toelektronischen Bauelements kann beispielsweise
nach einem Verfahren zur Oberflächenmontage er-

folgen, etwa durch Wiederaufschmelzlöten (Reflow-
Löten).

[0005] In einer Ausführungsform des optoelektroni-
schen Bauelements weist das Gehäuse eine Ober-
seite, eine Unterseite, eine erste Stirnseite und ei-
ne zweite Stirnseite auf. An der Oberseite weist das
Gehäuse einen Chipaufnahmeraum auf, in dem ein
optoelektronischer Halbleiterchip angeordnet ist. Die
erste Stirnseite und die zweite Stirnseite erstrecken
sich jeweils in eine Aufwärtsrichtung zwischen der
Unterseite und der Oberseite. An der ersten Stirnseite
ist ein auskragender erster Kontaktsteg ausgebildet.
An der zweiten Stirnseite ist ein auskragender zwei-
ter albleiterchips HKontaktsteg ausgebildet. Der ers-
te Kontaktsteg und der zweite Kontaktsteg weisen in
eine senkrecht zur Aufwärtsrichtung orientierte Quer-
richtung eine geringere Breite auf als die erste Stirn-
seite und die zweite Stirnseite. Die erste Lötkontakt-
fläche ist an dem ersten Kontaktsteg ausgebildet. Die
zweite Lötkontaktfläche ist an dem zweiten Kontakt-
steg ausgebildet. Vorteilhafterweise kann dieses op-
toelektronische Bauelement sich mittels seiner Kon-
taktstege am Rand einer Aussparung einer Leiter-
platte abstützen, während ein voluminöserer Teil des
Gehäuses dieses optoelektronischen Bauelements
platzsparend in der Aussparung der Leiterplatte an-
geordnet ist. Die Kontaktstege können dabei vorteil-
hafterweise gleichzeitig zur elektrischen Kontaktie-
rung des optoelektronischen Bauelements dienen.

[0006] In einer Ausführungsform des optoelektroni-
schen Bauelements sind der erste Kontaktsteg und
der zweite Kontaktsteg in Querrichtung unzentriert an
der ersten Stirnseite und an der zweiten Stirnseite
angeordnet. Vorteilhafterweise wird es dadurch er-
möglicht, einen wesentlichen Anteil des Gehäuses
des optoelektronischen Bauelements in einer Aus-
sparung einer Leiterplatte unterhalb eines Niveaus ei-
ner Oberseite der Leiterplatte anzuordnen, während
der erste Kontaktsteg und der zweite Kontaktsteg des
optoelektronischen Bauelements über der Oberseite
der Leiterplatte angeordnet und dort elektrisch kon-
taktiert sind.

[0007] In einer Ausführungsform des optoelektroni-
schen Bauelements sind der erste Kontaktsteg und
der zweite Kontaktsteg in Querrichtung höchstens
halb so breit wie die erste Stirnseite und die zwei-
te Stirnseite. Vorteilhafterweise ermöglicht dies, den
wesentlichen Teil des Gehäuses des optoelektroni-
schen Bauelements im Wesentlichen symmetrisch
zwischen einer Oberseite und einer Unterseite einer
Leiterplatte in einer Aussparung der Leiterplatte an-
zuordnen. Hierdurch wird der für das optoelektroni-
sche Bauelement auf beiden Seiten der Leiterplatte
erforderliche Bauraum vorteilhafterweise minimiert.

[0008] In einer Ausführungsform des optoelektroni-
schen Bauelements ist der Chipaufnahmeraum als
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im Wesentlichen trichterförmige Vertiefung ausge-
bildet. Vorteilhafterweise ist der im Chipaufnahme-
raum angeordnete optoelektronische Halbleiterchip
dadurch vor einer mechanischen Beschädigung ge-
schützt. Außerdem kann die trichterförmige Vertie-
fung des Chipaufnahmeraums vorteilhafterweise ei-
ne Strahlbündelung einer durch den optoelektroni-
schen Halbleiterchip emittierten elektromagnetischen
Strahlung bewirken.

[0009] In einer Ausführungsform des optoelektroni-
schen Bauelements weist der erste Kontaktsteg eine
erste Metallisierung auf, die sich über die erste Löt-
kontaktfläche erstreckt. Dabei weist der zweite Kon-
taktsteg eine zweite Metallisierung auf, die sich über
die zweite Lötkontaktfläche erstreckt. Der optoelek-
tronische Halbleiterchip ist dabei elektrisch leitend mit
der ersten Metallisierung und mit der zweiten Metalli-
sierung verbunden. Vorteilhafterweise kann der opto-
elektronische Halbleiterchip des optoelektronischen
Bauelements dadurch über die erste Lötkontaktflä-
che und die zweite Lötkontaktfläche elektrisch kon-
taktiert werden.

[0010] In einer Ausführungsform des optoelektroni-
schen Bauelements erstreckt sich die erste Metalli-
sierung über alle Außenflächen des ersten Kontakt-
stegs. Alternativ oder zusätzlich kann sich die zwei-
te Metallisierung über alle Außenflächen des zwei-
ten Kontaktstegs erstrecken. Vorteilhafterweise kann
ein Lot bei einer elektrischen Kontaktierung des op-
toelektronischen Bauelements dadurch neben den
seitlichen Lötkontaktflächen auch weitere Außenflä-
chen der Kontaktstege benetzen und elektrisch kon-
taktieren, wodurch eine niederohmige und zuverläs-
sige elektrisch leitende Verbindung zu dem optoelek-
tronischen Bauelement sichergestellt werden kann.

[0011] In einer Ausführungsform des optoelektroni-
schen Bauelements ist der optoelektronische Halb-
leiterchip durch einen Bonddraht elektrisch leitend
mit der ersten Metallisierung verbunden. Vorteilhaf-
terweise ist die elektrisch leitende Verbindung da-
durch einfach und automatisiert herstellbar.

[0012] In einer Ausführungsform es optoelektroni-
schen Bauelements bildet die zweite Metallisierung
im Bereich des Chipaufnahmeraums einen optischen
Reflektor. Vorteilhafterweise kann das optoelektroni-
sche Bauelement dadurch eine hohe Lichtausbeu-
te erreichen. Durch die Doppelfunktion der zwei-
ten Metallisierung als optischer Reflektor und als
elektrischer Leiter ist das optoelektronische Bauele-
ment vorteilhafterweise besonders einfach und kos-
tengünstig herstellbar.

[0013] In einer Ausführungsform des optoelektroni-
schen Bauelements weist das Gehäuse eine Unter-
seite aufweist. Dabei weist das Gehäuse außerdem
eine dritte Lötkontaktfläche und eine vierte Lötkon-

taktfläche auf. Die dritte Lötkontaktfläche und die vier-
te Lötkontaktfläche weisen in dieselbe Raumrichtung
wie die Unterseite. Die dritte Lötkontaktfläche und
die vierte Lötkontaktfläche sind gegen die Untersei-
te zurückversetzt. Vorteilhafterweise kann das opto-
elektronische Bauelement dadurch auch derart in ei-
ner Aussparung einer Leiterplatte angeordnet wer-
den, dass die dritte Lötkontaktfläche und die vierte
Lötkontaktfläche einer Oberseite der Leiterplatte zu-
gewandt und mittels Lötverbindungen mit Lötflächen
der Leiterplatte verbunden sind. Ein voluminöser Teil
des Gehäuses des optoelektronischen Bauelements
ist dabei platzsparend in der Aussparung der Leiter-
platte angeordnet, wodurch sich der für das optoelek-
tronische Bauelement benötigte Bauraum oberhalb
und unterhalb der Leiterplatte verringert.

[0014] Bei einer Anordnung des optoelektronischen
Bauelements, bei der die dritte Lötkontaktfläche und
die vierte Lötkontaktfläche der Oberseite der Leiter-
platte zugewandt sind, sind das Gehäuse und der
im Chipaufnahmeraum des Gehäuses des optoelek-
tronischen Bauelements angeordnete optoelektroni-
sche Halbleiterchip gegenüber einer Anordnung des
optoelektronischen Bauelements, bei der die erste
Lötkontaktfläche und die zweite Lötkontaktfläche des
Gehäuses des optoelektronischen Bauelements der
Oberseite der Leiterplatte zugewandt sind, um 90°
gedreht. Somit unterscheidet sich auch eine Abstrahl-
richtung des optoelektronischen Bauelements in den
beiden Anordnungen des optoelektronischen Bauele-
ments um 90°. Das optoelektronische Bauelement
kann vorteilhafterweise also sowohl in einer Toploo-
ker-Anordnung montiert werden, in der eine Abstrahl-
richtung senkrecht zu einer Oberseite einer Leiter-
platte orientiert ist, als auch in einer Sidelooker-An-
ordnung, in der die Abstrahlrichtung des optoelektro-
nischen Bauelements parallel zur Oberseite der Lei-
terplatte orientiert ist.

[0015] In einer Ausführungsform des optoelektroni-
schen Bauelements weisen der erste Kontaktsteg
und der zweite Kontaktsteg in Aufwärtsrichtung ei-
ne geringere Höhe auf als die erste Stirnseite und
die zweite Stirnseite. Dabei ist die dritte Lötkontaktflä-
che an dem ersten Kontaktsteg ausgebildet. Die vier-
te Lötkontaktfläche ist an dem zweiten Kontaktsteg
ausgebildet. Vorteilhafterweise kann das optoelektro-
nische Bauelement dadurch derart in einer Ausspa-
rung einer Leiterplatte angeordnet werden, dass sich
die Kontaktstege des Gehäuses des optoelektroni-
schen Bauelements an einem Rand der Aussparung
abstützen und die dritte Lötkontaktfläche und die vier-
te Lötkontaktfläche des optoelektronischen Bauele-
ments mit Lötflächen der Leiterplatte in Kontakt ste-
hen, während ein voluminöserer Gehäuseteil des op-
toelektronischen Bauelements zwischen dem ersten
Kontaktsteg und dem zweiten Kontaktsteg platzspa-
rend in der Aussparung der Leiterplatte angeordnet
ist.
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[0016] In einer Ausführungsform des optoelektroni-
schen Bauelements sind der erste Kontaktsteg und
der zweite Kontaktsteg in Aufwärtsrichtung unzen-
triert an der ersten Stirnseite und der zweiten Stirnsei-
te angeordnet. Vorteilhafterweise kann dadurch ein
wesentlicher Volumenanteil des Gehäuses des opto-
elektronischen Bauelements unterhalb eines Niveaus
einer Oberseite einer Leiterplatte in einer Ausspa-
rung einer Leiterplatte angeordnet sein, während der
erste Kontaktsteg und der zweite Kontaktsteg des
Gehäuses des optoelektronischen Bauelements über
der Oberseite der Leiterplatte angeordnet und die
dritte und vierte Lötkontaktfläche des optoelektroni-
schen Bauelements der Oberseite der Leiterplatte zu-
gewandt sind.

[0017] In einer Ausführungsform des optoelektroni-
schen Bauelements sind der erste Kontaktsteg und
der zweite Kontaktsteg in Aufwärtsrichtung höchs-
tens halb so hoch wie die erste Stirnseite und
die zweite Stirnseite. Vorteilhafterweise ermöglicht
dies eine Anordnung des optoelektronischen Bau-
elements in einer Aussparung einer Leiterplatte, bei
der das Volumen des optoelektronischen Bauele-
ments etwa symmetrisch zwischen einer Oberseite
und einer Unterseite der Leiterplatte in der Ausspa-
rung der Leiterplatte angeordnet ist. Dadurch wird der
für das optoelektronische Bauelement benötigte Bau-
raum auf beiden Seiten der Leiterplatte vorteilhafter-
weise minimiert.

[0018] In einer Ausführungsform des optoelektroni-
schen Bauelements weist das Gehäuse ein elek-
trisch isolierendes Kunststoffmaterial auf. Vorteilhaf-
terweise kann das Gehäuse des optoelektronischen
Bauelements kostengünstig durch beispielsweise ein
Spritzgussverfahren hergestellt werden. Das opto-
elektronische Bauelement kann beispielsweise durch
ein MID-Verfahren hergestellt werden.

[0019] Ein elektronisches Gerät umfasst eine Leiter-
platte, die eine Aussparung aufweist. Dabei ist ein
optoelektronisches Bauelement der beschriebenen
Art in der Aussparung angeordnet. Vorteilhafterweise
benötigt das optoelektronische Bauelement bei die-
sem elektronischen Gerät einen sehr geringen Bau-
raum oberhalb und unterhalb der Leiterplatte. Da-
durch kann das elektronische Gerät vorteilhafterwei-
se besonders kompakt ausgebildet sein.

[0020] Die oben beschriebenen Eigenschaften,
Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art
und Weise, wie diese erreicht werden, werden kla-
rer und deutlicher verständlich im Zusammenhang
mit der folgenden Beschreibung der Ausführungsbei-
spiele, die in Zusammenhang mit den Zeichnungen
näher erläutert werden. Dabei zeigen in jeweils sche-
matisierter Darstellung:

[0021] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines
optoelektronischen Bauelements;

[0022] Fig. 2 eine Seitenansicht eines ersten elek-
tronischen Geräts mit dem optoelektronischen Bau-
element in einer ersten Anordnung;

[0023] Fig. 3 eine Seitenansicht eines zweiten elek-
tronischen Geräts mit dem optoelektronischen Bau-
element in einer zweiten Anordnung; und

[0024] Fig. 4 eine Seitenansicht eines dritten elek-
tronischen Geräts mit dem optoelektronischen Bau-
element in einer dritten Anordnung.

[0025] Fig. 1 zeigt eine leicht schematisierte per-
spektivische Darstellung eines optoelektronischen
Bauelements 100. Das optoelektronische Bauele-
ment 100 kann beispielsweise ein Leuchtdioden-
Bauelement sein.

[0026] Das optoelektronische Bauelement 100 weist
ein Gehäuse 200 auf. Das Gehäuse 200 weist ein
elektrisch isolierendes Material auf und ist abschnitts-
weise mit einem elektrisch leitenden Material be-
schichtet. Das elektrisch isolierende Material ist be-
vorzugt ein Kunststoffmaterial. Das Gehäuse 200 des
optoelektronischen Bauelements 100 kann beispiels-
weise nach einem Verfahren der MID-Technologie
hergestellt sein.

[0027] Das Gehäuse 200 des optoelektronischen
Bauelements 100 weist einen im Wesentlichen qua-
derförmigen Grundkörper mit einer Oberseite 210, ei-
ner der Oberseite 210 gegenüberliegenden Untersei-
te 220, einer ersten Seitenfläche 230, einer der ersten
Seitenfläche 230 gegenüberliegenden zweiten Sei-
tenfläche 240, einer ersten Stirnseite 250 und einer
der ersten Stirnseite 250 gegenüberliegenden zwei-
ten Stirnseite 260 auf. Die Oberseite 210 des Ge-
häuses 200 ist in einer Aufwärtsrichtung 10 oberhalb
der Unterseite 220 angeordnet. Die erste Seitenflä-
che 230 und die zweite Seitenfläche 240 erstrecken
sich in Aufwärtsrichtung 10 zwischen der Untersei-
te 220 und der Oberseite 210. Außerdem erstrecken
sich die erste Seitenfläche 230 und die zweite Seiten-
fläche 240 in einer zur Aufwärtsrichtung 10 senkrech-
ten Längsrichtung 30 zwischen der zweiten Stirnseite
260 und der ersten Stirnseite 250. Die erste Stirnseite
250 und die zweite Stirnseite 260 erstrecken sich in
Aufwärtsrichtung 10 zwischen der Unterseite 220 und
der Oberseite 210 des Gehäuses 200. Außerdem er-
strecken sich die erste Stirnseite 250 und die zweite
Stirnseite 260 in einer zur Aufwärtsrichtung 10 und
zur Längsrichtung 30 senkrechten Querrichtung 20
zwischen der zweiten Seitenfläche 240 und der ers-
ten Seitenfläche 230. Somit ist die Aufwärtsrichtung
10 senkrecht zur Oberseite 210 orientiert. Die Quer-
richtung 20 ist senkrecht zur ersten Seitenfläche 230
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orientiert. Die Längsrichtung 30 ist senkrecht zur ers-
ten Stirnseite 250 orientiert.

[0028] In Querrichtung 20 weisen die erste Stirnseite
250 und die zweite Stirnseite 260 jeweils eine Brei-
te 251 auf. In Aufwärtsrichtung 10 weisen die erste
Stirnseite 250 und die zweite Stirnseite 260 jeweils
eine Höhe 252 auf.

[0029] Die erste Seitenfläche 230 und die zweite
Seitenfläche 240 des Gehäuses 200 können Sägeflä-
chen sein, entlang derer das Gehäuse 200 während
seiner Herstellung von weiteren gleichartigen Gehäu-
sen getrennt worden ist.

[0030] An der ersten Stirnseite 250 des Gehäuses
200 des optoelektronischen Bauelements 10 ist ein
erster Kontaktsteg 300 ausgebildet. Der erste Kon-
taktsteg 300 weist eine etwa quaderförmige Grund-
form auf und ist senkrecht zur ersten Stirnseite 250
des Gehäuses 200 orientiert. Außenkanten und Au-
ßenflächen des ersten Kontaktstegs 300 verlaufen im
Wesentlichen parallel zu Außenkanten und Außen-
flächen des etwa quaderförmigen Grundkörpers des
Gehäuses 200.

[0031] Der erste Kontaktsteg 300 weist eine erste
äußere Oberseite 310 und eine der ersten äußeren
Oberseite 310 gegenüberliegende erste äußere Un-
terseite 320 auf. Ferner weist der erste Kontaktsteg
300 eine erste innere Seitenfläche 330 und eine der
ersten inneren Seitenfläche 330 gegenüberliegende
erste äußere Seitenfläche 340 auf. Außerdem weist
der erste Kontaktsteg 300 eine erste äußere Stirnsei-
te 350 auf. Die erste äußere Oberseite 310 ist parallel
zur Oberseite 210 des etwa quaderförmigen Grund-
körpers des Gehäuses 200 orientiert und weist wie
diese in die Aufwärtsrichtung 10. Die erste äußere
Unterseite 320 ist parallel zur Unterseite 220 des Ge-
häuses 200 in eine der Aufwärtsrichtung 10 entge-
gengesetzte Raumrichtung orientiert. Die erste inne-
re Seitenfläche 330 des ersten Kontaktstegs 300 ist
parallel zur ersten Seitenfläche 230 des Gehäuses
200 orientiert und weist in die Querrichtung 20. Die
erste äußere Seitenfläche 340 ist parallel zur zweiten
Seitenfläche 240 des Gehäuses 200 in eine der Quer-
richtung 20 entgegengesetzte Raumrichtung orien-
tiert. Die erste äußere Stirnseite 350 weist, wie die
erste Stirnseite 250 des Gehäuses 200, in die Längs-
richtung 30.

[0032] In Querrichtung 20 weist die erste äußere
Stirnseite 350 des ersten Kontaktstegs 300 eine Brei-
te 351 auf, die geringer als die Breite 251 der ersten
Stirnseite 250 des Gehäuses 200 ist. In Aufwärtsrich-
tung 10 weist die erste äußere Stirnseite 350 des ers-
ten Kontaktstegs 300 eine Höhe 352 auf, die gerin-
ger als die Höhe 252 der ersten Stirnseite 250 des
Gehäuses 200 ist. Bevorzugt beträgt die Breite 351
der ersten äußeren Stirnseite 350 des ersten Kontakt-

stegs 300 weniger als die Hälfte der Breite 251 der
ersten Stirnseite 250 des Gehäuses 200. Auch die
Höhe 352 der ersten äußeren Stirnseite 350 des ers-
ten Kontaktstegs 300 beträgt bevorzugt weniger als
die Hälfte der Höhe 252 der ersten Stirnseite 250 des
Gehäuses 200. Somit bedeckt der erste Kontaktsteg
300 lediglich einen Teil der ersten Stirnseite 250 des
Gehäuses 200, bevorzugt weniger als ein Viertel der
ersten Stirnseite 250 des Gehäuses 200.

[0033] Der erste Kontaktsteg 300 ist bevorzugt we-
der in Aufwärtsrichtung 10 noch in Querrichtung 20
zentriert an der ersten Stirnseite 250 des Gehäuses
200 angeordnet. Im in Fig. 1 dargestellten Beispiel
schließt die erste äußere Oberseite 310 des ersten
Kontaktstegs 300 bündig an die Oberseite 210 des
Gehäuses 200 an. Die erste äußere Unterseite 320
ist in Aufwärtsrichtung 10 gegenüber der Unterseite
220 des Gehäuses 200 zurückversetzt. Die erste äu-
ßere Seitenfläche 340 des ersten Kontaktstegs 300
ist in Querrichtung 20 leicht gegen die zweite Sei-
tenfläche 240 des Gehäuses 200 zurückversetzt. Die
erste äußere Seitenfläche 340 könnte jedoch auch
bündig an die zweite Seitenfläche 240 des Gehäuses
200 anschließen. Die erste innere Seitenfläche 330
ist in Querrichtung 20 deutlich gegen die erste Sei-
tenfläche 230 zurückversetzt.

[0034] An der zweiten Stirnseite 260 des quaderför-
migen Grundkörpers des Gehäuses 200 des opto-
elektronischen Bauelements 100 ist ein zweiter Kon-
taktsteg 400 ausgebildet. Der zweite Kontaktsteg 400
ist im Wesentlichen spiegelsymmetrisch zum ersten
Kontaktsteg 300 ausgebildet. Der zweite Kontaktsteg
400 weist eine zweite äußere Oberseite 410 und ei-
ne der zweiten äußeren Oberseite 410 gegenüberlie-
gende zweite äußere Unterseite 420 auf. Weiter weist
der zweite Kontaktsteg 400 eine zweite innere Sei-
tenfläche 430 und eine der zweiten inneren Seitenflä-
che 430 gegenüberliegende zweite äußere Seitenflä-
che 440 auf. Außerdem weist der zweite Kontaktsteg
400 eine zweite äußere Stirnseite 460 auf. Die zweite
äußere Oberseite 410 ist wie die erste äußere Ober-
seite 310 des ersten Kontaktstegs 300 orientiert. Die
zweite äußere Unterseite 420 des zweiten Kontakt-
stegs 400 ist wie die erste äußere Unterseite 320 des
ersten Kontaktstegs 300 orientiert. Die zweite inne-
re Seitenfläche 430 des zweiten Kontaktstegs 400 ist
wie die erste innere Seitenfläche 330 des ersten Kon-
taktstegs 300 orientiert. Die zweite äußere Seitenflä-
che 440 ist wie die erste äußere Seitenfläche 340
des ersten Kontaktstegs 300 orientiert. Die zweite äu-
ßere Stirnseite 460 ist parallel zur zweiten Stirnseite
260 des etwa quaderförmigen Grundkörpers des Ge-
häuses 200 orientiert und weist wie diese in eine der
Längsrichtung 30 entgegengesetzte Raumrichtung.

[0035] Die zweite äußere Stirnseite 460 weist die-
selbe Breite 351 wie die erste äußere Stirnseite 350
des ersten Kontaktstegs 300 auf. Außerdem weist die
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zweite äußere Stirnseite 460 des zweiten Kontakt-
stegs 400 dieselbe Höhe 352 wie die erste äußere
Stirnseite 350 des ersten Kontaktstegs 300 auf. Die
zweite äußere Unterseite 420 des zweiten Kontakt-
stegs 400 ist, wie die erste äußere Unterseite 320
des ersten Kontaktstegs 300, gegenüber der Unter-
seite 220 des Gehäuses 200 in Aufwärtsrichtung 10
zurückversetzt. Die zweite innere Seitenfläche 430
des zweiten Kontaktstegs 400 ist, wie die erste in-
nere Seitenfläche 330 des ersten Kontaktstegs 300,
in Querrichtung 20 gegen die erste Seitenfläche 230
des Gehäuses 200 zurückversetzt.

[0036] An der Oberseite 210 des Gehäuses 200 ist
ein Chipaufnahmeraum 270 ausgebildet. Der Chip-
aufnahmeraum 270 erstreckt sich von der Obersei-
te 210 des Gehäuses 200 in das Gehäuse 200 hin-
ein. Dabei verjüngt sich der Chipaufnahmeraum 270
trichterförmig. Im dargestellten Beispiel weist der Chi-
paufnahmeraum 270 eine Kegelstumpfform auf, de-
ren kreisscheibenförmiger Querschnitt sich von der
Oberseite 210 des Gehäuses 200 in das Gehäu-
se 200 hinein reduziert. Der Chipaufnahmeraum 270
weist einen Bodenbereich 271 auf, der eine Deckflä-
che des kegelstumpfförmigen Chipaufnahmeraums
270 bildet. Eine Seitenwandung 272 bildet eine Man-
telfläche des kegelstumpfförmigen Chipaufnahme-
raums 270.

[0037] An der Oberseite 210 des Gehäuses 200 des
optoelektronischen Bauelements 100 ist ferner ein
Bondkontaktraum 280 ausgebildet. Der Bondkontakt-
raum 280 wird durch eine Vertiefung an der Oberseite
210 des Gehäuses 200 gebildet, die an den Chipauf-
nahmeraum 270 angrenzt. Die Tiefe der den Bond-
kontaktraum 280 bildenden Vertiefung reicht im dar-
gestellten Beispiel nicht an die Tiefe des Chipaufnah-
meraums 270 heran. Der Bondkontaktraum 280 kann
aber auch anders als dargestellt ausgebildet werden.

[0038] Das Gehäuse 200 des optoelektronischen
Bauelements 100 weist elektrisch leitende Beschich-
tungen auf, die eine erste Metallisierung 370 und eine
zweite Metallisierung 470 bilden. Die erste Metallisie-
rung 370 und die zweite Metallisierung 470 können
beispielsweise nach einem Verfahren der MID-Tech-
nologie an den Außenflächen des Gehäuses 200 an-
geordnet worden sein. Die erste Metallisierung 370
und die zweite Metallisierung 470 bilden jeweils zu-
sammenhängende elektrisch leitende Flächen. Die
erste Metallisierung 370 und die zweite Metallisierung
470 sind gegeneinander elektrisch isoliert.

[0039] Die zweite Metallisierung 470 bedeckt die
Seitenwandung 272 und den Bodenbereich 271 des
Chipaufnahmeraums 270, die zweite äußere Unter-
seite 420 des zweiten Kontaktstegs 400, die zwei-
te innere Seitenfläche 430 des zweiten Kontaktstegs
400 und die zweite äußere Seitenfläche 440 des
zweiten Kontaktstegs 400. An der zweiten äußeren

Unterseite 420 des zweiten Kontaktstegs 400 bildet
die zweite Metallisierung 470 eine zweite untere Löt-
kontaktfläche 421. An der zweiten inneren Seiten-
fläche 430 des zweiten Kontaktstegs 400 bildet die
zweite Metallisierung 470 eine zweite seitliche Löt-
kontaktfläche 431. An der zweiten äußeren Seiten-
fläche 440 des zweiten Kontaktstegs 400 bildet die
zweite Metallisierung 470 eine zweite äußere Lötkon-
taktfläche 441.

[0040] Die zweite Metallisierung 470 kann noch wei-
tere Teile der Oberfläche des Gehäuses 200 des
optoelektronischen Bauelements 100 bedecken. Im
dargestellten Beispiel bedeckt die zweite Metallisie-
rung 470 beispielsweise die zweite Stirnseite 260 des
Gehäuses 200, einen Teil der Oberseite 210 des Ge-
häuses 200, einen Teil der ersten Seitenfläche 230
des Gehäuses 200, einen Teil der zweiten Seitenflä-
che 240 des Gehäuses 200 und einen Teil der Un-
terseite 220 des Gehäuses 200. Außerdem bedeckt
die zweite Metallisierung 470 auch die zweite äuße-
re Oberseite 410 des zweiten Kontaktstegs 400 und
die zweite äußere Stirnseite 460 des zweiten äuße-
ren Kontaktstegs 400. Der zweite äußere Kontaktsteg
400 ist somit vollständig durch die zweite Metallisie-
rung 470 bedeckt.

[0041] Die erste Metallisierung 370 bedeckt einen
Teil des Bondkontaktraums 280 des Gehäuses 200,
die erste äußere Unterseite 320 des ersten Kontakt-
stegs 300, die erste innere Seitenfläche 330 des ers-
ten Kontaktstegs 300 und die erste äußere Seitenflä-
che 340 des ersten Kontaktstegs 300. Im Bereich der
ersten äußeren Unterseite 320 des ersten Kontakt-
stegs 300 bildet die erste Metallisierung 370 eine ers-
te untere Lötkontaktfläche 321. Im Bereich der ers-
ten inneren Seitenfläche 330 des ersten Kontaktstegs
300 bildet die erste Metallisierung 370 eine erste seit-
liche Lötkontaktfläche 331. Im Bereich der ersten äu-
ßeren Seitenfläche 340 des ersten Kontaktstegs 300
bildet die erste Metallisierung 370 eine erste äußere
Lötkontaktfläche 341.

[0042] Die erste Metallisierung 370 kann noch weite-
re Teile der Oberfläche des Gehäuses 200 des opto-
elektronischen Bauelements 100 bedecken. Im dar-
gestellten Beispiel bedeckt die erste Metallisierung
370 zusätzlich einen Teil der Oberseite 210 des Ge-
häuses 200, einen Teil der ersten Seitenfläche 230
des Gehäuses 200, einen Teil der zweiten Seitenflä-
che 240 des Gehäuses 200, einen Teil der Untersei-
te 220 des Gehäuses 200 und die erste Stirnseite
250 des Gehäuses 200. Außerdem bedeckt die ers-
te Metallisierung 370 die erste äußere Oberseite 310
des ersten Kontaktstegs 300 und die erste äußere
Stirnseite 350 des ersten Kontaktstegs 300. Der erste
Kontaktsteg 300 ist somit vollständig durch die erste
Metallisierung 370 bedeckt.
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[0043] Im Chipaufnahmeraum 270 des Gehäuses
200 des optoelektronischen Bauelements 100 ist ein
optoelektronischer Halbleiterchip 500 angeordnet.
Der optoelektronische Halbleiterchip 500 kann bei-
spielsweise ein Leuchtdiodenchip (LED-Chip) sein.
Der optoelektronische Halbleiterchip 500 weist ei-
ne Oberseite 510 und eine der Oberseite 510 ge-
genüberliegende Unterseite 520 auf. An der Ober-
seite 510 und der Unterseite 520 des optoelektro-
nischen Halbleiterchips 500 sind je ein elektrischer
Kontakt zur elektrischen Kontaktierung des optoelek-
tronischen Halbleiterchips 500 angeordnet. Der op-
toelektronische Halbleiterchip 500 ist dazu ausgebil-
det, elektromagnetische Strahlung in eine senkrecht
zur Oberseite 510 des optoelektronischen Halblei-
terchips 500 orientierte Abstrahlrichtung 530 abzu-
strahlen, wenn der optoelektronische Halbleiterchip
500 über seine elektrischen Kontakte mit einer elek-
trischen Spannung beaufschlagt wird.

[0044] Der optoelektronische Halbleiterchip 500 ist
derart im Bodenbereich 210 des Chipaufnahme-
raums 270 des Gehäuses 200 angeordnet, dass
die Unterseite 520 des optoelektronischen Halblei-
terchips 500 dem Bodenbereich 271 zugewandt ist.
Dabei ist der an der Unterseite 520 des optoelektro-
nischen Halbleiterchips 500 angeordnete elektrische
Kontakt elektrisch leitend mit der im Bodenbereich
271 des Chipaufnahmeraums 270 des Gehäuses 200
angeordneten zweiten Metallisierung 470 verbunden.
Zwischen dem an der Oberseite 510 des optoelek-
tronischen Halbleiterchips 500 angeordneten elek-
trischen Kontakt des optoelektronischen Halbleiter-
chips 500 und dem Bondkontaktraum 280 erstreckt
sich ein Bonddraht 281, der den an der Oberseite 510
des optoelektronischen Halbleiterchips 500 angeord-
neten elektrischen Kontakt elektrisch leitend mit der
ersten Metallisierung 370 verbindet.

[0045] Durch die Anordnung des optoelektronischen
Halbleiterchips 500 am Bodenbereich 271 des Chip-
aufnahmeraums 270 des Gehäuses 200 ist die Ab-
strahlrichtung 530 des optoelektronischen Halbleiter-
chips 500 etwa parallel zur Aufwärtsrichtung 10 ori-
entiert. Der an der Seitenwandung 272 des Chipauf-
nahmeraums 270 angeordnete Teil der zweiten Me-
tallisierung 470 kann als Reflektor für durch den opto-
elektronischen Halbleiterchip 500 emittierte elektro-
magnetische Strahlung dienen. Elektromagnetische
Strahlung, die von dem optoelektronischen Halblei-
terchip 500 schräg zur Aufwärtsrichtung 10 abge-
strahlt wird, kann an der zweiten Metallisierung 470
im Bereich der Seitenwandung 272 des Chipaufnah-
meraums 270 reflektiert und dadurch ungefähr in Ab-
strahlrichtung 530 gebündelt werden. Diese Strahl-
bündelung wird durch die Kegelstumpfform des Chi-
paufnahmeraums 270 unterstützt.

[0046] Fig. 2 zeigt eine leicht schematisierte Darstel-
lung eines ersten elektronischen Geräts 110. Nicht

alle Teile des ersten elektronischen Geräts 110 sind
in Fig. 2 dargestellt. Das erste elektronische Gerät
110 kann beispielsweise ein elektronisches Gerät mit
kompakten äußeren Abmessungen und daher nur
begrenzt zur Verfügung stehendem Bauraum sein.
Das erste elektronische Gerät 110 weist das opto-
elektronische Bauelement 100 der Fig. 1 auf.

[0047] Das erste elektronische Gerät 110 umfasst ei-
ne Leiterplatte 600. Die Leiterplatte 600 kann auch
als Platine bezeichnet werden. Die Leiterplatte 600
ist in Fig. 2 in einer geschnittenen Seitenansicht dar-
gestellt. Die Leiterplatte 600 weist eine Oberseite 610
und eine der Oberseite 610 gegenüberliegende Un-
terseite 620 auf. Die Leiterplatte 600 weist ferner eine
Aussparung 630 auf, die einen Durchbruch zwischen
der Oberseite 610 und der Unterseite 620 bildet. An
der Oberseite 610 der Leiterplatte 600 sind auf zwei
gegenüberliegenden Seiten der Aussparung 630 ei-
ne erste Lötfläche 611 und eine zweite Lötfläche 612
angeordnet. An der Oberseite 610 können noch wei-
tere Lötflächen und Leiterbahnen vorhanden sein, die
in Fig. 2 nicht gezeigt sind.

[0048] Das optoelektronische Bauelement 100 ist in
Fig. 2 leicht vereinfacht ohne den optoelektronischen
Halbleiterchip 500 und den Bonddraht 281 darge-
stellt. Das optoelektronische Bauelement 100 ist der-
art im Bereich der Aussparung 630 der Leiterplatte
600 angeordnet, dass die erste Seitenfläche 230 des
Gehäuses 200 des optoelektronischen Bauelements
100 in die gleiche Raumrichtung weist wie die Unter-
seite 620 der Leiterplatte 600. Die zweite Seitenflä-
che 240 des Gehäuses 200 weist in dieselbe Raum-
richtung wie die Oberseite 610 der Leiterplatte 600.
Dadurch ist die Oberseite 210 des Gehäuses 200 des
optoelektronischen Bauelements 100 senkrecht zur
Oberseite 610 der Leiterplatte 600 orientiert. Die Ab-
strahlrichtung 530 des optoelektronischen Halbleiter-
chips 500 des optoelektronischen Bauelements 100
verläuft damit parallel zur Oberseite 610 der Leiter-
platte 600. Die in Fig. 2 gezeigte Orientierung des op-
toelektronischen Bauelements 100 bezüglich der Lei-
terplatte 600 des ersten elektronischen Geräts 110
kann als Sidelooker-Anordnung bezeichnet werden.

[0049] Der etwa quaderförmige Grundkörper des
Gehäuses 200 des optoelektronischen Bauelements
110 ist derart im Bereich der Aussparung 630 ange-
ordnet, dass die erste Stirnseite 250 und die zwei-
te Stirnseite 260 des Gehäuses 200 des optoelektro-
nischen Bauelements 110 jeweils einem Seitenrand
der Aussparung 630 zugewandt sind. Die zweite Sei-
tenfläche 240 des Gehäuses 200 ist oberhalb der
Oberseite 610 der Leiterplatte 600 angeordnet. Die
erste Seitenfläche 230 des Gehäuses 200 ist unter-
halb der Unterseite 620 der Leiterplatte 600 angeord-
net.
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[0050] Der erste Kontaktsteg 300 und der zweite
Kontaktsteg 400 des Gehäuses 200 des optoelektro-
nischen Bauelements 100 stützen sich an der Ober-
seite 610 der Leiterplatte 600 ab. Dabei ist die erste
innere Seitenfläche 330 mit der ersten seitlichen Löt-
kontaktfläche 331 des ersten Kontaktstegs 300 der
ersten Lötfläche 611 an der Oberseite 610 der Leiter-
platte 600 zugewandt. Die zweite innere Seitenfläche
430 mit der zweiten seitlichen Lötkontaktfläche 431
des zweiten Kontaktstegs 400 ist der zweiten Lötflä-
che 612 an der Oberseite 610 der Leiterplatte 600 zu-
gewandt.

[0051] Zwischen der ersten seitlichen Lötkontaktflä-
che 331 des ersten Kontaktstegs 300 des optoelek-
tronischen Bauelements 100 und der ersten Lötflä-
che 611 der Leiterplatte 600 besteht eine erste Löt-
verbindung. Zwischen der zweiten seitlichen Lötkon-
taktfläche 431 des optoelektronischen Bauelements
100 und der zweiten Lötfläche 612 der Leiterplatte
600 besteht eine zweite Lötverbindung. Bevorzugt
bedeckt ein Lot 613 im Bereich der ersten Lötverbin-
dung nicht lediglich einen Teil der ersten seitlichen
Lötkontaktfläche 331 des optoelektronischen Bauele-
ments 100, sondern auch Teile der ersten äußeren
Stirnseite 350 und/oder der ersten äußeren Obersei-
te 310 und/oder der ersten äußeren Unterseite 320
mit der ersten unteren Lötkontaktfläche 321 des opto-
elektronischen Bauelements 100. Hierdurch kann die
erste Lötverbindung eine hohe mechanische Stabili-
tät und einen geringen elektrischen Widerstand auf-
weisen. Entsprechend bedeckt auch im Bereich der
zweiten Lötverbindung ein Lot 613 bevorzugt nicht
nur einen Teil der zweiten seitlichen Lötkontaktflä-
che 431 an der zweiten inneren Seitenfläche 430
des optoelektronischen Bauelements 100, sondern
auch Teile der zweiten äußeren Stirnseite 460 und/
oder der zweiten äußeren Oberseite 410 und/oder
der zweiten äußeren Unterseite 420 mit der zweiten
unteren Lötkontaktfläche 421 des optoelektronischen
Bauelements 100.

[0052] In der in Fig. 2 gezeigten Anordnung des op-
toelektronischen Bauelements 100 im Bereich der
Aussparung 630 der Leiterplatte 600 des ersten elek-
tronischen Geräts 110 ist der für das optoelektroni-
sche Bauelement 100 benötigte Bauraum oberhalb
der Oberseite 610 der Leiterplatte 600 und unterhalb
der Unterseite 620 der Leiterplatte 600 besonders
gering, da im Bereich der Aussparung 630 die Di-
cke der Leiterplatte 600 zwischen ihrer Oberseite 610
und ihrer Unterseite 620 ausgenutzt wird. Hierdurch
kann das erste elektronische Gerät 110 mit beson-
ders kompakten Abmessungen ausgebildet sein.

[0053] Fig. 3 zeigt eine leicht schematisierte Darstel-
lung eines zweiten elektronischen Geräts 120. Auch
vom zweiten elektronischen Gerät 120 sind nicht alle
Komponenten dargestellt.

[0054] Das zweite elektronische Gerät 120 weist ei-
ne Leiterplatte 600 mit einer Oberseite 610 und ei-
ner der Oberseite 610 gegenüberliegenden Untersei-
te 620 auf. An der Oberseite 610 der Leiterplatte 600
sind eine erste Lötfläche 611 und eine zweite Löt-
fläche 612 angeordnet. Die Leiterplatte 600 weist je-
doch keine Aussparung auf.

[0055] Über der Oberseite 610 der Leiterplatte 600
ist das optoelektronische Bauelement 100 der Fig. 1
in einer Sidelooker-Anordnung angeordnet. Die Ab-
strahlrichtung 530 des in Fig. 3 nicht dargestellten
optoelektronischen Halbleiterchips 500 des optoelek-
tronischen Bauelements 100 ist parallel zur Ober-
seite 610 der Leiterplatte 600 des zweiten elektroni-
schen Geräts 120 orientiert. Die zweite Seitenfläche
240 des Gehäuses 200, die erste äußere Seitenflä-
che 340 des ersten Kontaktstegs 300 und die zwei-
te äußere Seitenfläche 440 des zweiten Kontaktstegs
400 des Gehäuses 200 des optoelektronischen Bau-
elements 100 sind der Oberseite 610 der Leiterplat-
te 600 zugewandt. Zwischen der ersten äußeren Löt-
kontaktfläche 341 an der ersten äußeren Seitenflä-
che 340 des ersten Kontaktstegs 300 und der ers-
ten Lötfläche 611 der Leiterplatte 600 besteht eine
erste Lötverbindung. Zwischen der zweiten äußeren
Lötkontaktfläche 441 der zweiten äußeren Seitenflä-
che 440 des zweiten Kontaktstegs 400 und der zwei-
ten Lötfläche 612 der Leiterplatte 600 besteht eine
zweite Lötverbindung. Bevorzugt bedeckt ein Lot 613
im Bereich der ersten Lötverbindung nicht nur einen
Teil der ersten äußeren Lötkontaktfläche 341 an der
ersten äußeren Seitenfläche 340 des ersten Kontakt-
stegs 340, sondern auch einen Teil der ersten äu-
ßeren Stirnseite 350 und/oder einen Teil der ersten
äußeren Oberseite 310 und/oder einen Teil der ers-
ten unteren Lötkontaktfläche 321 an der ersten äu-
ßeren Unterseite 320 des ersten Kontaktstegs 300.
Außerdem bedeckt ein Lot 613 im Bereich der zwei-
ten Lötverbindung bevorzugt nicht nur einen Teil der
zweiten äußeren Lötkontaktfläche 441 an der zweiten
äußeren Seitenfläche 440 des zweiten Kontaktstegs
400, sondern auch Teile der zweiten äußeren Stirn-
seite 460 und/oder der zweiten äußeren Oberseite
410 und/oder der zweiten unteren Lötkontaktfläche
421 an der zweiten äußeren Unterseite 420 des zwei-
ten Kontaktstegs 400 des optoelektronischen Bau-
elements 100. Dadurch können die Lötverbindungen
wiederum eine hohe mechanische Robustheit und
niedrige elektrische Widerstände aufweisen.

[0056] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung
von Teilen eines dritten elektronischen Geräts 130.
Auch das dritte elektronische Gerät 130 kann ein
elektronisches Gerät mit kompakten äußeren Ab-
messungen und begrenztem inneren Bauraum sein.

[0057] Das dritte elektronische Gerät 130 weist eine
in geschnittener Seitenansicht dargestellte Leiterplat-
te 600 mit einer Oberseite 610 und einer der Obersei-
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te 610 gegenüberliegenden Unterseite 620 auf. Die
Leiterplatte 600 weist eine Aussparung 630 auf, die
als Durchbruch zwischen der Oberseite 610 und der
Unterseite 620 ausgebildet ist. An der Oberseite 610
der Leiterplatte 600 sind zu beiden Seiten der Aus-
sparung 630 eine erste Lötfläche 611 und eine zweite
Lötfläche 612 angeordnet.

[0058] Das optoelektronische Bauelement 100 der
Fig. 1 ist im Bereich der Aussparung 630 der Lei-
terplatte 600 des dritten elektronischen Geräts 130
in einer Toplooker-Anordnung angeordnet. Die Ab-
strahlrichtung 530 des in Fig. 4 nicht sichtbaren opto-
elektronischen Halbleiterchips 500 des optoelektroni-
schen Bauelements 100 ist senkrecht zur Oberseite
610 der Leiterplatte 600 orientiert und weist in diesel-
be Raumrichtung wie die Oberseite 610 der Leiter-
platte 600.

[0059] Die Oberseite 210 des Gehäuses 200 des
optoelektronischen Bauelements 100 ist parallel zur
Oberseite 610 der Leiterplatte 600 orientiert und
oberhalb der Oberseite 610 der Leiterplatte 600 an-
geordnet. Die Unterseite 220 des Gehäuses 200
des optoelektronischen Bauelements 100 ist unter-
halb der Oberseite 610 der Leiterplatte 600 angeord-
net. Der im Wesentlichen quaderförmige Grundkör-
per des Gehäuses 200 des optoelektronischen Bau-
elements 100 ist derart im Bereich der Aussparung
630 der Leiterplatte 600 angeordnet, dass die erste
Stirnseite 250 und die zweite Stirnseite 260 des Ge-
häuses 200 jeweils Seitenrändern der Aussparung
630 zugewandt sind. Hierdurch wird die Dicke der
Leiterplatte 600 zwischen ihrer Oberseite 610 und ih-
rer Unterseite 620 ausgenutzt, wodurch sich eine be-
sonders platzsparende Anordnung des optoelektro-
nischen Bauelements 100 ergibt, bei der ein benötig-
ter Bauraum oberhalb der Oberseite 610 und unter-
halb der Unterseite 620 der Leiterplatte 600 beson-
ders gering ist.

[0060] Der erste Kontaktsteg 300 des optoelektroni-
schen Bauelements 100 und der zweite Kontaktsteg
400 des optoelektronischen Bauelements 100 stüt-
zen sich außerhalb der Aussparung 630 derart an der
Oberseite 610 der Leiterplatte 600 ab, dass die erste
äußere Unterseite 320 des ersten Kontaktstegs 300
und die zweite äußere Unterseite 420 des zweiten
Kontaktstegs 400 der Oberseite 610 der Leiterplat-
te 600 zugewandt sind. Zwischen der ersten unteren
Lötkontaktfläche 321 an der ersten äußeren Unter-
seite 320 des ersten Kontaktstegs 300 und der ersten
Lötfläche 611 der Leiterplatte 600 besteht eine ers-
te Lötverbindung. Zwischen der zweiten unteren Löt-
kontaktfläche 421 an der zweiten äußeren Unterseite
420 des zweiten Kontaktstegs 400 und der zweiten
Lötfläche 612 der Leiterplatte 600 besteht eine zwei-
te Lötverbindung. Wiederum bedeckt Lot 613 der ers-
ten Lötverbindung neben einem Teil der ersten un-
teren Lötkontaktfläche 321 bevorzugt auch Teile der

ersten äußeren Stirnseite 350 und/oder der ersten
seitlichen Lötkontaktfläche 331 an der ersten inneren
Seitenfläche 330 und/oder der ersten äußeren Löt-
kontaktfläche 341 der ersten äußeren Seitenfläche
340 des ersten Kontaktstegs 300. Entsprechend be-
deckt Lot 613 der zweiten Lötverbindung neben Tei-
len der zweiten unteren Lötkontaktfläche 421 an der
zweiten äußeren Unterseite 420 des zweiten Kontakt-
stegs 400 auch Teile der zweiten äußeren Stirnsei-
te 460 und/oder der zweiten seitlichen Lötkontaktflä-
che 431 an der zweiten inneren Seitenfläche 430 und/
oder der zweiten äußeren Lötkontaktfläche 441 der
zweiten äußeren Seitenfläche 440 des zweiten Kon-
taktstegs 400.

[0061] Es ist möglich, den ersten Kontaktsteg 300
und den zweiten Kontaktsteg 400 des Gehäuses 200
des optoelektronischen Bauelements 100 mit einer
Breite 351 auszubilden, die der Breite 251 der Stirn-
seiten 250, 260 des Gehäuses 200 entspricht. In die-
sem Fall erstrecken sich die Kontaktstege 300, 400 in
Querrichtung 20 über die gesamten Stirnseiten 250,
260 des Gehäuses 200. Das optoelektronische Bau-
element 100 kann dann in Sidelooker-Anordnung nur
oberhalb einer Oberseite 610 einer Leiterplatte 600
angeordnet werden. In Toplooker-Anordnung kann
es jedoch, wie in Fig. 4 gezeigt, in einer Aussparung
630 einer Leiterplatte 600 angeordnet werden.

[0062] Ferner ist es auch möglich, den ersten Kon-
taktsteg 300 und den zweiten Kontaktsteg 400 des
Gehäuses 200 des optoelektronischen Bauelements
100 jeweils mit einer Höhe 352 auszubilden, die der
Höhe 252 der Stirnseiten 250, 260 des Gehäuses 200
des optoelektronischen Bauelements 100 entspricht.
Die Kontaktstege 300, 400 erstrecken sich dann in
Aufwärtsrichtung 10 über die gesamten Stirnseiten
250, 260 des Gehäuses 200. Das optoelektronische
Bauelement 100 kann dann in Sidelooker-Anordnung
in einer Aussparung 630 einer Leiterplatte 600 ange-
ordnet werden, wie dies in Fig. 2 gezeigt ist, oder
über einer Oberseite 610 einer Leiterplatte 600 an-
geordnet werden, wie dies in Fig. 3 gezeigt ist. In
einer Toplooker-Anordnung kann das optoelektroni-
sche Bauelement ebenfalls über einer Oberseite 610
einer Leiterplatte 600 angeordnet werden.

[0063] Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten
Ausführungsbeispiele näher illustriert und beschrie-
ben. Dennoch ist die Erfindung nicht auf die offenbar-
ten Beispiele eingeschränkt. Vielmehr können hier-
aus andere Variationen vom Fachmann abgeleitet
werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu
verlassen.
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Bezugszeichenliste

10 Aufwärtsrichtung
20 Querrichtung
30 Längsrichtung
100 Optoelektronisches Bauelement
110 erstes elektronisches Gerät
120 zweites elektronisches Gerät
130 drittes elektronisches Gerät
200 Gehäuse
210 Oberseite
220 Unterseite
230 erste Seitenfläche
240 zweite Seitenfläche
250 erste Stirnseite
251 Breite
252 Höhe
260 zweite Stirnseite
270 Chipaufnahmeraum
271 Bodenbereich
272 Seitenwandung
280 Bondkontaktraum
281 Bonddraht
300 erster Kontaktsteg
310 erste äußere Oberseite
320 erste äußere Unterseite
321 erste untere Lötkontaktfläche
330 erste innere Seitenfläche
331 erste seitliche Lötkontaktfläche
340 erste äußere Seitenfläche
341 erste äußere Lötkontaktfläche
350 erste äußere Stirnseite
351 Breite
352 Höhe
370 erste Metallisierung
400 zweiter albleiterchips HKontaktsteg
410 zweite äußere Oberseite
420 zweite äußere Unterseite
421 zweite untere Lötkontaktfläche
430 zweite innere Seitenfläche
431 zweite seitliche Lötkontaktfläche
440 zweite äußere Seitenfläche
441 zweite äußere Lötkontaktfläche
460 zweite äußere Stirnseite
470 zweite Metallisierung
500 optoelektronischer Halbleiterchip
510 Oberseite
520 Unterseite
530 Abstrahlrichtung
600 Leiterplatte
610 Oberseite
611 erste Lötfläche
612 zweite Lötfläche
613 Lot
620 Unterseite
630 Aussparung

Patentansprüche

1.   Optoelektronisches Bauelement (100)

mit einem Gehäuse (200) mit einer Außenfläche
(230),
wobei das Gehäuse (200) eine erste Lötkontaktflä-
che (331) und eine zweite Lötkontaktfläche (431) auf-
weist,
wobei die erste Lötkontaktfläche (331) und die zwei-
te Lötkontaktfläche (431) in dieselbe Raumrichtung
weisen wie die Außenfläche (230),
wobei die erste Lötkontaktfläche (331) und die zweite
Lötkontaktfläche (431) gegen die Außenfläche (230)
zurückversetzt sind.

2.   Optoelektronisches Bauelement (100) gemäß
Anspruch 1,
wobei das Gehäuse (200) eine Oberseite (210), eine
Unterseite (220), eine erste Stirnseite (250) und eine
zweite Stirnseite (260) aufweist,
wobei das Gehäuse (200) an der Oberseite (210) ei-
nen Chipaufnahmeraum (270) aufweist, in dem ein
optoelektronischer Halbleiterchip (500) angeordnet
ist,
wobei sich die erste Stirnseite (250) und die zwei-
te Stirnseite (260) jeweils in eine Aufwärtsrichtung
(10) zwischen der Unterseite (220) und der Oberseite
(210) erstrecken,
wobei an der ersten Stirnseite (250) ein auskragen-
der erster Kontaktsteg (300) und an der zweiten Stirn-
seite (260) ein auskragender zweiter albleiterchips
HKontaktsteg (400) ausgebildet ist,
wobei der erste Kontaktsteg (300) und der zweite
Kontaktsteg (400) in eine senkrecht zur Aufwärtsrich-
tung (10) orientierte Querrichtung (20) eine geringere
Breite (351) aufweisen als die erste Stirnseite (250)
und die zweite Stirnseite (260),
wobei die erste Lötkontaktfläche (331) an dem ers-
ten Kontaktsteg (300) ausgebildet ist und die zweite
Lötkontaktfläche (431) an dem zweiten Kontaktsteg
(400) ausgebildet ist.

3.   Optoelektronisches Bauelement (100) gemäß
Anspruch 2, wobei der erste Kontaktsteg (300) und
der zweite Kontaktsteg (400) in Querrichtung (20) un-
zentriert an der ersten Stirnseite (250) und der zwei-
ten Stirnseite (260) angeordnet sind.

4.   Optoelektronisches Bauelement (100) gemäß
einem der Ansprüche 2 und 3, wobei der erste Kon-
taktsteg (300) und der zweite Kontaktsteg (400) in
Querrichtung (20) höchstens halb so breit sind wie die
erste Stirnseite (250) und die zweite Stirnseite (260).

5.   Optoelektronisches Bauelement (100) gemäß
einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei der Chipauf-
nahmeraum (270) als im Wesentlichen trichterförmi-
ge Vertiefung ausgebildet ist.

6.   Optoelektronisches Bauelement (100) gemäß
einem der Ansprüche 2 bis 5,
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wobei der erste Kontaktsteg (300) eine erste Metal-
lisierung (370) aufweist, die sich über die erste Löt-
kontaktfläche (331) erstreckt,
wobei der zweite Kontaktsteg (400) eine zweite Me-
tallisierung (470) aufweist, die sich über die zweite
Lötkontaktfläche (431) erstreckt,
wobei der optoelektronische Halbleiterchip (500)
elektrisch leitend mit der ersten Metallisierung (370)
und mit der zweiten Metallisierung (470) verbunden
ist.

7.   Optoelektronisches Bauelement (100) gemäß
Anspruch 6, wobei die erste Metallisierung (370) sich
über alle Außenflächen (310, 320, 330, 340, 350)
des ersten Kontaktstegs (300) erstreckt und/oder die
zweite Metallisierung (470) sich über alle Außenflä-
chen (410, 420, 430, 440, 460) des zweiten Kontakt-
stegs (400) erstreckt.

8.   Optoelektronisches Bauelement (100) gemäß
einem der Ansprüche 6 und 7, wobei der optoelek-
tronische Halbleiterchip (500) durch einen Bonddraht
(281) elektrisch leitend mit der ersten Metallisierung
(370) verbunden ist.

9.   Optoelektronisches Bauelement (100) gemäß
einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei die zweite Metal-
lisierung (470) im Bereich des Chipaufnahmeraums
(270) einen optischen Reflektor bildet.

10.   Optoelektronisches Bauelement (100) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Gehäuse (200) eine Unterseite (220) auf-
weist,
wobei das Gehäuse (200) eine dritte Lötkontaktfläche
(321) und eine vierte Lötkontaktfläche (421) aufweist,
wobei die dritte Lötkontaktfläche (321) und die vierte
Lötkontaktfläche (421) in dieselbe Raumrichtung wei-
sen wie die Unterseite (220),
wobei die dritte Lötkontaktfläche (321) und die vier-
te Lötkontaktfläche (421) gegen die Unterseite (220)
zurückversetzt sind.

11.   Optoelektronisches Bauelement (100) gemäß
Ansprüchen 2 und 10,
wobei der erste Kontaktsteg (300) und der zweite
Kontaktsteg (400) in Aufwärtsrichtung (10) eine ge-
ringere Höhe (352) aufweisen als die erste Stirnseite
(250) und die zweite Stirnseite (260),
wobei die dritte Lötkontaktfläche (321) an dem ers-
ten Kontaktsteg (300) ausgebildet ist und die vierte
Lötkontaktfläche (421) an dem zweiten Kontaktsteg
(400) ausgebildet ist.

12.   Optoelektronisches Bauelement (100) gemäß
Anspruch 11, wobei der erste Kontaktsteg (300) und
der zweite Kontaktsteg (400) in Aufwärtsrichtung (10)
unzentriert an der ersten Stirnseite (250) und der
zweiten Stirnseite (260) angeordnet sind.

13.   Optoelektronisches Bauelement (100) gemäß
einem der Ansprüche 11 und 12, wobei der erste Kon-
taktsteg (300) und der zweite Kontaktsteg (400) in
Aufwärtsrichtung (10) höchstens halb so hoch sind
wie die erste Stirnseite (250) und die zweite Stirnsei-
te (260).

14.   Optoelektronisches Bauelement (100) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das
Gehäuse (200) ein elektrisch isolierendes Kunststoff-
material aufweist.

15.   Elektronisches Gerät (110, 130)
mit einer Leiterplatte (600), die eine Aussparung
(630) aufweist,
wobei ein optoelektronisches Bauelement (100) ge-
mäß einem der vorhergehenden Ansprüche in der
Aussparung (630) angeordnet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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